「國家晶片系統設計中心」
前瞻性晶片製作申請書(90年度)

※ 申請書內容委員可攜走：■同意  □不同意


第3/3頁

    申請日期：  90 年 5月 22 日
	 申
 請
 者
 資
 料
	 申請單位： 國立虎尾技術學院        申請梯次：   S35-90C    
 指導教授：   林國煌       E-mail :  mike@sunws.nhit.edu.tw     

 設計者/系所級：  李岳峰 / 電機工程系二技二年級                 
 聯絡人：    李岳峰       電話：  0921-351373   傳真： 05-6327843 
 E-mail :   lyfeng@ms53.hinet.net                                 
 註：1. 申請書須送請指導教授審閱，並簽章。
    2. 通知將以E-mail傳送，請務必填寫聯絡人的 E-mail。
	請蓋系所章：
指導教授簽章：


	 晶
 片
 資
 料
	 專題名稱：中文  多項式迴歸預測器                                                                 
           英文  Polynomial regression predictor                                                                           
 國科會計畫編號： NSC89-2218-E-150-001 名稱： 灰色預測模糊控制器硬體電路之設計與實作流程之規畫 
 使用製程：□ (a)0.5um 2P2M CMOS          □ (b)0.18um 1P6M CMOS
           □ (c)0.25um 1P5M CMOS
           ■ (d)0.35um 1P4M Silicide ( □ 申請使用Avant! Cell  Library, ■ 申請使用TSMC I/O pad )

           □ (e)0.8um 3P2M SiGe BiCMOS
UMC 0.5um製程，面積小於1.8 x 1.8 (mm)2，或TSMC 0.35um製程，面積小於1.5 x 1.5 (mm)2，且最近 5次在CIC所製作之前瞻性晶片，"work晶片"不小於3次者 可申請免參加審查會，欲 □ 參加  ■ 不參加 (註1：使用cell-library者(僅使用I/O pad者除外)，不論面積大小均需參加審查會。註2：可至CIC網站晶片製作網頁下查詢指導教授是否可申請免參加審查會)

 晶片面積：     1.5    x    1.5     (mm2)   單價：  15500    元/(mm2)
 包裝：■ 需要，包裝種類/單價：    24 S/B  /  460        □ 不需要
 預估經費=[晶片面積x單價+ 8 x 包裝單價]：新台幣    38555     (晶片及包裝的單價請參考計費標準)

	
	

	 下
 線
 記
 錄
	請依據□設計者(或■指導教授)最近三次下線晶片資料(請按IC No./中文名稱/測試結果)填寫：(可至CIC網站晶片製作網頁下查詢)
 1.  S35-89I-15  /      即時模糊推論晶片實作                                       / function work 

 2.             /                                                                 /             
 3.             /                                                                 /             


	
	

	 送
 交
 資
 料

	 請按下列Check-List順序檢查資料是否送交齊全？(所有項目請務必檢查，資料不齊者，將不受理申請案。)

 ■ 1.請填寫指導教授申請相關製程資料之流水編號：  000122  _(可至CIC網站晶片製作網頁下查詢)
 ■ 2.佈局檔(GDSII-Format)已ftp至CIC目錄：              ，取得編號：        
 ■ 3.佈局驗證結果(■*.SUM, ■*.LVS或□Apollo驗證結果檔)已ftp至CIC.

 ■ 4.申請書內容：以本頁當封面，(1)相關研究發展現況 (2)研究動機 (3)架構簡介(4)設計流程(5)模擬結果  (6)預計規格列表 (7)測試考量 (8)參考文獻。(內容需包括上述8項章節格式，不完整者視為資料不齊，不受理申請案)
 ■ 5.佈局驗證結果：■驗證無誤    □有Error ,已附書面說明
 ■ 6.是否完成Post Simulation :  ■ 是   (( 否，請說明未完成原因                                 )

      Post Simulation的工具： ■ SPICE   ( TimeMill   ( Verilog  ( VHDL  (其他        
 ■ 7.Mask Tooling Form (簡稱 MT Form)

 ■ 8.佈局平面圖及打線圖(各一張，請用CIC提供的表格，打線圖請註明包裝種類、腳位)

■ 9.智慧財產權切結書(本晶片製作所衍生之智慧財產權將依國科會規定辦理)

■10. ftp指導教授研究成果電子檔至CIC ? ■有  result.doc  □無
 ■11.無逾期缺交測試成果報告(學生缺交任何一篇不得再次申請，教授累計前瞻性三篇不得再次申請，可至CIC網站晶片製作網頁下查詢逾期缺交之指導教授或學生名單)                                                



	 以下CIC填寫：

	 工
 程
 師
 意
 見
	


※右邊所有欄位請務必填寫，若有未填者，恕不接受申請








